
異種金属の複合化技術による粒子径・形状制御、
表面改質による機能性を付与したグレードです。

ダイピロキサイド特殊グレード

熱伝導性無機（アルミナ系複合酸化物）フィラー

顔料事業部 開発課　　TEL：03-3662-8032　　E-mail：dns-pig@daicolor.co.jp

本物性データは、所定の試験方法における当社評価値であり、実際の適用結果を保証するものではございません。

■丸み盤状タイプ（低アスペクト比）　■低摩耗性　   ■充填性〇（鱗片粒子比）
■サブフィラーとして真球・鱗片粒子とのハイブリッド〇
■樹脂配合時に樹脂の特性を大きく損なうことなく放熱性を付与

■超微粉タイプ　■充填性〇　■サブフィラーとして最密充填に適用しやすい粒径

■湿式での緻密処理により、樹脂との相溶性向上が可能です。
■樹脂種に合わせた処理品を提案可能ですのでご相談ください。

盤状シリーズ

新規開発中
❶サブミクロンタイプ

❷表面処理タイプ

代表的な板状粒子との性能比較（※代表値）
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■アルミナ比で一桁低い誘電正接を実現。
高熱伝導を付与しつつ、誘電正接を低く抑えることが可能です。

❸低誘電正接タイプ ＊） 10GHz、粉体で評価、代表値
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